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57) Sammandrag:

AnsOkan beskriver en metod att f6rse ett substrat (10) med en metallbeléggning,
och att elektriskt isolera sektioner/delar av det metallbelagda substratet fran
varandra. Ett substrat f6rses med ett isolerande material i substratet, vilket
isolerande fOrsta material striacker sig genom substratets tjocklek och skjuter ut
ovanfdr en yta pa substratet. Det bildar en/ett innesluten(t) sektion/parti (14) av
substratet. En skyddande struktur (15) anordnas pa det isolerande materialet sa
att den técker hela dess omkrets. Det isolerande materialet etsas selektivt for att
skapa en underets (18) under den skyddande strukturen. Slutligen deponeras
ledande material (19) for att tillhandahalla en metallbeldggning 6ver substratet,
varvid underetsen kommer att tillhandahalla ett avbrott i den deponerade
metallbeldggningen, och darigenom isoleras den inneslutna sektionen elektriskt

fran det omgivande substratet.
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PATENTKRAV:

1. Metod for att forse ett substrat med en metallbelaggning, och for att elektriskt

isolera sektioner/delar av det metallbelagda substratet fran varandra, innefattande:

att tillhandahalla ett substrat med en férsta och en andra sida och en

tjocklek;

att tillhandahalla ett isolerande material i substratet, vilket isolerande
material stracker sig genom substratets tjocklek och skjuter ut ovanfér en yta av
substratet, och bildar en omsluten sektion/parti av substratet, vilket isolerande

material har en finit vidd; genom att

1) etsa ett dike i substratet fran en sida av substratet, vilket dike
stracker sig ndstan genom substratet, dar diket bildar en sluten
slinga for att pa sa satt omsluta ett stycke av substratet;

ii) fylla diket med isolerande material; och

ii) tunna ner substratet fran mottsatt sida fran vilket diket gjordes,
varvid nedtunningen utférs i en sadan utstrackning och selektivt
sa att endast substratmaterial avlagsnas, och tillrackligt djupt
for att isolerande material kommer att skjuta ut nagot fran

substratytan; och vidare innefattande

att anordna en skyddsstruktur pa det isolerande materialets

horisontella yta sa att skyddsstrukturen tacker atminstone en del av dess vidd,;

att selektivt etsa bort en del av oxiden i den isolerande strukturen som
stracker sig ovanfor substratytan och skyddsskiktet varvid material grops ur fran
under det 6vre skyddsskiktet pa den isolerande strukturen och tillhandahaller
darvid en underets under skyddsskiktet pa bagge sidor om den utskjutande

isolerande strukturen,;

att deponera metall/ledande material for att astadkomma en

metallbeldggning 6ver substratet, varvid underetsen tillhandahaller ett avbrott i den



deponerade metallbeldggningen, och den omslutna sektionen isoleras elektrisk fran

det omgivande substratet.

2. Metod enligt krav 1, dar underetsen astadkommes genom en vat isotrop HF-ets

eller en torr isotrop ets.

3. Metod for att tillverka anordningar for elektriska matningar dér varje anordning
innefattar en uppséattning mikroelektroder i form av mikronalar som skjuter ut

vertikalt fran ett substrat, vilken metod innefattar stegen:

att tillhandahalla ett substrat med en forsta sida och en andra sida;

att gora diken i substratets férsta sida, vilka diken har ett djup som ar
mindre 4n substratets tjocklek for att definiera en yta pa substratet, d.v.s en yta

som omges av ett dike i en sluten slinga;

att anordna isolerande material i dikena;

att tillverka nalar fran substratets andra sida, d.v.s. fran mottsatt sida
fran vilken dikena gjordes, genom ett masknings- och etsningsforfarande, dar varje
nal ar beldgen pa en yta som omges av ett dike sa att nalbasens omkrets ar beligen
inom dikets vidd pa det isolerande materialet i diket och langs med hela diket, och
dar etsningen for att tillverka nalen utfoérs ner till ett djup sa att det isolerande

materialet i dikena exponeras;

att utféra en selektiv ets for att avlagsna en del av det exponerade

isolerande materialet for att skapa en underskarning vid nalens bas; och

att utsatta substratet och nalarna fér en process fér deponering av ett
ledande material, foretradesvis metall, varvid omradet vid underskarningen inte

kommer att beldggas.

4. Metod for att tillverka anordningar for elektriska méatningar dar varje anordning
innefattar en uppséattning mikroelektroder i form av mikrondlar som skjuter ut

vertikalt fran ett substrat, vilken metod innefattar stegen:



att tillhandahalla ett substrat med en fdrsta sida och en andra sida;

att gora diken i en sida av substratet, vilka diken har ett djup som &r

mindre dn substratets tjocklek fér att definiera en yta pa substratet;

att anordna isolerande material i dikena;

att tillverka néalar fran motsatt av substratet sida fran vilken dikena
gjordes, genom ett masknings- och etsningsforfarande, dar nalarna &r belagna inom

den yta som definieras av dikena;

dar maskningen innefattar dstadkommande av en mask beldgen
ovanfor dikena, dar maskens vidd (Y) ovanfor dikena 4r mindre 4n néalarnas

effektiva diameter (X} och inte bredare dn dikets vidd,;

dér etsningen utfors till ett djup sadant att det isolerande materialet i

dikena exponeras och kvarldmnar substratmaterial ovanpa den exponerade oxiden,;
att selektivt etsa bort en dela av den exponerade oxiden for att
tillhandahalla ett underskuret parti under materialet ovanpa den exponerade
oxiden; och
att utsitta substratet och nalarna for en process fér deponering av ett
ledande material, foretradesvis metall, varvid omradet vid underskarningen inte
kommer att belaggas.
5. Metod enligt krav 3 eller 4, dar etsningen och maskningen innefattar:

att substratet oxideras;

att oxiden moénstras pa substratets andra sida for att definiera de nalar

som skall tillverkas;



att den andra sidan utsatts for en oxidets for att avlagsna oxid till

tillhandahallande av en mask;

att utféra en isotrop ets under masken for att skapa nalspetsarna;

att utféra en anisotro pets for att skapa de vertikala nalpelarna.

6. Metod enligt krav 5, dar den anisotropa etsen ar en Bosch-process.

7. Metod enligt nagot av féoregaende krav, dar den yta som definieras av ett dike ar

en sluten slinga.

8. Metod enligt nagot av foregaende krav, dar substratet ar tillverkat av kisel.

9. Metod enligt nagot av féoregdende krav, dar det ledande materialet ar AgCl.

10. En mikronalanordning innefattande ett halvledarsubstrat med atminstone en
mikrondl som stracker sig fran substratets yta, dar mikroalen/-nalarna ar
anordnade pa en del av substratet som omges av ett dike med isolerande material
dari, vilket isolerande material stracker sig ovanfér substratytan, och dar det finns
ett underskuret parti vid nalens/nalarnas bas, dar mikronalen/-nalarna ar
centrerad/-ade pa diket sa att omkretsen fér mikronalens bas star i kontakt med
det isolerande materialet i diket, varvid det underskurna partiet exponerar det
isolerande materialet i diket, och ytterligare innefattande en metallisering som
tacker atminstone en del av nalen/nalarna och substratet forutom vid det

underskurna partiet dar det foreligger ett avbrott i metalliseringen.

11. En mikronalanordning innefattande ett halvledarsubstrat med atminstone en
mikronal som stracker sig fran substratets yta, dar mikroalen/-nalarna ar
anordnade pa en del av substratet som omges av ett dike med isolerande material
dari, vilket isolerande material stracker sig ovanfér substratytan, och dar det finns
en as som ar centrerad pa diket sa att omkretsen pa bagge sidor om asen star i
kontakt med det isolerande materialet i diket, varvid det underskurna partiet

exponerar det isolerande materialet i diket, och en metallisering som tacker



atminstone en del av ndlen/nalarna och substratet férutom vid det underskurna

partiet dar det foreligger ett avbrott i metalliseringen.
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